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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の表面に形成された検査対象となる配線パターンに検査用接触子を接触させて当該
配線パターンの検査を行う複数の第１の基板検査装置と一つの第２の基板検査装置とを備
え、
　前記各第１の基板検査装置は、
　前記第２の基板検査装置との間で通信を用いてデータ送信可能な送信手段を備えると共
に、前記配線パターンの検査結果が不良であった場合、前記送信手段を用いて当該配線パ
ターンの検査点を示す検査点記号を検査対象情報として前記第２の基板検査装置へ送信す
るものであり、
　前記第２の基板検査装置は、
　基板の表面に形成された検査対象となる配線パターンの検査点の位置を座標で示した座
標情報に基づいて、当該配線パターンに検査用接触子を位置させて当該配線パターンの検
査を行う基板検査装置であって、
　前記基板の表面に形成された配線パターンの検査点を示す検査点記号と前記検査点記号
で示された配線パターンの検査点の位置を示す座標情報とを対応付けて記憶するテーブル
記憶手段と、
　検査対象となる配線パターンの検査点を示す前記検査点記号を、当該配線パターンを検
査するための情報である検査対象情報として受け付ける受付手段と、
　前記受付手段により受け付けられた前記検査点記号に対応付けられて前記テーブル記憶
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手段に記憶されている座標情報によって示される検査点位置に前記検査用接触子を位置さ
せて、当該位置の検査点を有する配線パターンを検査する検査制御手段とを備え、
　前記第２の基板検査装置が備える前記受付手段は、通信によって前記各第１の基板検査
装置から送信されてきた前記検査対象情報を受信することにより、前記検査対象情報を受
け付けるものであり、
　前記各第１の基板検査装置が備える検査用接触子は、基板の表面に形成された検査対象
となる複数の配線パターンの検査点にそれぞれに同時に接触可能にされた複数の検査用接
触子を有する多針状接触子であり、
　前記検査点記号は、前記多針状接触子の各検査用接触子にそれぞれ対応するものであり
、
　前記第２の基板検査装置が備える検査用接触子は、前記座標情報に基づいて移動可能に
された移動式接触子であり、
　前記各第１の基板検査装置は、互いに異なる種類の基板を検査すること
　を特徴とする基板検査システム。
【請求項２】
　前記各第１の基板検査装置は、検査対象となる配線パターンの良否を判定するための基
準となる検査基準情報に基づいて当該配線パターンの検査を行うと共に、前記配線パター
ンの検査結果が不良であった場合、前記検査対象情報に当該検査基準情報をさらに含んで
前記送信手段を用いて前記第２の基板検査装置へ送信するものであり、
　前記第２の基板検査装置が備える前記検査制御手段は、前記受付手段により受け付けら
れた検査対象情報に含まれる検査基準情報に基づいて当該配線パターンの検査を行うこと
を特徴とする請求項１記載の基板検査システム。
【請求項３】
　前記各第１の基板検査装置は、前記配線パターンの検査結果が不良であった場合、前記
検査対象情報に、当該配線パターンに対して行った検査の種類を示す検査種類情報をさら
に含んで前記送信手段を用いて前記第２の基板検査装置へ送信するものであり、
　前記第２の基板検査装置が備える前記検査制御手段は、複数種類の検査を実行可能に構
成されると共に、前記受付手段により受け付けられた検査対象情報に含まれる検査種類情
報によって示される種類の検査を、前記検査用接触子を位置させた配線パターンに対して
行うことを特徴とする請求項１又は２記載の基板検査システム。
【請求項４】
　複数の第１の基板検査装置と一つの第２の基板検査装置とが、基板の表面に形成された
検査対象となる配線パターンに検査用接触子を接触させて当該配線パターンの検査を行う
工程と、
　前記各第１の基板検査装置が、前記配線パターンの検査結果が不良であった場合、前記
第２の基板検査装置との間で通信を用いてデータ送信可能な送信手段を用いて当該配線パ
ターンの検査点を示す検査点記号を検査対象情報として前記第２の基板検査装置へ送信す
る工程と、
　前記第２の基板検査装置が、基板の表面に形成された検査対象となる配線パターンの検
査点の位置を座標で示した座標情報に基づいて、当該配線パターンに検査用接触子を位置
させて当該配線パターンの検査を行う工程と、
　テーブル記憶手段が、前記基板の表面に形成された配線パターンの検査点を示す検査点
記号と前記検査点記号で示された配線パターンの検査点の位置を示す座標情報とを対応付
けて記憶する工程と、
　受付手段が、検査対象となる配線パターンの検査点を示す前記検査点記号を、当該配線
パターンを検査するための情報である検査対象情報として受け付ける工程と、
　検査制御手段が、前記受付手段により受け付けられた前記検査点記号に対応付けられて
前記テーブル記憶手段に記憶されている座標情報によって示される検査点位置に前記検査
用接触子を位置させて、当該位置の検査点を有する配線パターンを検査する工程と、
　前記第２の基板検査装置が備える前記受付手段が、通信によって前記各第１の基板検査
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装置から送信されてきた前記検査対象情報を受信することにより、前記検査対象情報を受
け付ける工程とを含み、
　前記各第１の基板検査装置が備える検査用接触子は、基板の表面に形成された検査対象
となる複数の配線パターンの検査点にそれぞれに同時に接触可能にされた複数の検査用接
触子を有する多針状接触子であり、
　前記検査点記号は、前記多針状接触子の各検査用接触子にそれぞれ対応するものであり
、
　前記第２の基板検査装置が備える検査用接触子は、前記座標情報に基づいて移動可能に
された移動式接触子であり、
　前記各第１の基板検査装置は、互いに異なる種類の基板を検査すること
　を特徴とする基板検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査基板の表面に形成された配線パターンの検査点に接触子を位置させて
当該検査点を有する配線パターンを検査する基板検査システム、及び基板検査方法に関す
る。尚、この発明は、プリント配線基板に限らず、例えば、フレキシブル基板、多層配線
基板、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ用の電極板、及び半導体パッケージ用の
パッケージ基板やフィルムキャリアなど種々の基板における電気的配線の検査に適用でき
、この明細書では、それら種々の配線基板を総称して「基板」と称する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基板に形成された配線パターンの導通や、各配線パターン間の短絡不良の有無を
検査する基板検査装置として、被検査基板上の検査対象配線パターンの検査点の位置をＸ
Ｙ座標により示した座標情報に応じて移動式の検査用接触子を検査対象配線パターンの検
査点に移動させると共に接触させて、当該検査対象配線パターン上の検査点間における電
気抵抗や検査点とべた導体や導電板などの間の静電容量等を測定し、その測定値を予め検
査対象配線パターン毎に設定された検査基準値と比較することにより、当該検査対象配線
パターンが導通していることを検査する導通検査や異なる配線パターン同士が短絡してい
ないことを検査する短絡検査等を行って、当該検査対象配線パターンの良否を判定する基
板検査装置が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　また、移動させる必要のない複数の検査用接触子を基板に形成された複数の配線パター
ンの検査点に同時に押し当てて接触させ、それら複数の検査用接触子に選択的に電気信号
を与えて基板検査を行うことにより、検査時間を低減できる基板検査装置も知られている
（例えば、特許文献２参照。）。
【０００４】
　ところで、基板を量産する製造ラインにおいて、基板に形成された配線パターンの検査
を行う場合、検査時間を低減して生産性を向上させる必要から、上記複数の検査用接触子
を用いる方式の基板検査装置が主に用いられている。また、このような基板検査装置を用
いた量産ラインでの基板検査において、不良と判定された基板に対しては、再検査を行っ
て、本当に当該基板の配線パターンに不良箇所があるのか、あるいは検査上の問題、例え
ば検査用接触子と検査対象配線パターンとの間の接触が不十分である等の検査機側の問題
であるのかを確認するようにしている場合がある。
【特許文献１】特開平９－１７８７７１号公報
【特許文献２】特開２００２－９０４１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述のように、量産ラインでの基板検査において不良と判定された基板に対
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して再検査をする際、同じ基板検査装置を用いて再度基板検査を繰り返すとすると、最初
の基板検査結果が不良となった原因が基板検査装置側に有った場合には、再検査を行って
も再び同じ結果になってしまい、再検査を行う意味が没却されてしまう。また、再検査を
行うために、量産ラインでの基板検査と同じ基板検査装置をもう一台用意することも考え
られるが、複数の検査用接触子を用いる方式の基板検査装置は、複数の検査用接触子の配
列を被検査基板の配線パターンにあわせる必要から被検査基板の種類毎に専用の治具を作
成する必要があり、高価である。
【０００６】
　そこで、検査時間を低減可能な複数の検査用接触子を用いる方式の基板検査装置を、最
初の基板検査に用い、検査機のコストを低減可能な移動式検査用接触子を用いる方式の基
板検査装置を、基板の再検査に用いることが考えられる。
【０００７】
　一方、複数の検査用接触子を用いる方式の基板検査装置と、移動式の検査用接触子を用
いる方式の基板検査装置とで検査対象配線パターンを特定するために用いられている情報
が異なる。具体的には、複数の検査用接触子を用いる方式の基板検査装置においては、検
査対象配線パターン上の検査点と各検査用接触子とが１対１で接触されるので、各検査用
接触子を特定することで、各検査用接触子に接触する配線パターンを特定するようにされ
ている。すなわち、複数の検査用接触子を用いる方式の基板検査装置においては、各検査
用接触子を特定可能に記号が付与されており、この各検査用接触子に付与された記号を用
いて各検査対象配線パターンの検査点が特定される。従って、複数の検査用接触子を用い
る方式の基板検査装置により配線パターンの不良が検出された場合、当該不良配線パター
ンに対応する検査用接触子に付与された記号によって、当該不良配線パターンが示される
こととなる。
【０００８】
　他方、移動式の検査用接触子を用いる方式の基板検査装置においては、検査対象配線パ
ターンの検査点の位置がＸＹ座標で示され、このＸＹ座標を用いて各検査対象配線パター
ンの検査点が特定される。そのため、移動式の検査用接触子を用いる方式の基板検査装置
においては、前記複数の検査用接触子に付与された記号で示されている不良配線パターン
を特定することができず、上述のように記号で示されている不良配線パターンの再検査を
行うことができないという不都合があった。
【０００９】
　本発明は、このような問題に鑑みて為された発明であり、基板に形成された配線パター
ンの検査点を記号により特定する基板検査装置によって得られた不良配線パターンの検出
結果を用いて、基板に形成された配線パターンの検査点を位置座標により特定する基板検
査装置によって、当該不良配線パターンの再検査を行うことができる基板検査システム、
及び基板検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の目的を達成するために、本発明の第１の手段に係る基板検査システムは、基板の
表面に形成された検査対象となる配線パターンに検査用接触子を接触させて当該配線パタ
ーンの検査を行う複数の第１の基板検査装置と一つの第２の基板検査装置とを備え、前記
各第１の基板検査装置は、前記第２の基板検査装置との間で通信を用いてデータ送信可能
な送信手段を備えると共に、前記配線パターンの検査結果が不良であった場合、前記送信
手段を用いて当該配線パターンの検査点を示す検査点記号を検査対象情報として前記第２
の基板検査装置へ送信するものであり、前記第２の基板検査装置は、基板の表面に形成さ
れた検査対象となる配線パターンの検査点の位置を座標で示した座標情報に基づいて、当
該配線パターンに検査用接触子を位置させて当該配線パターンの検査を行う基板検査装置
であって、前記基板の表面に形成された配線パターンの検査点を示す検査点記号と前記検
査点記号で示された配線パターンの検査点の位置を示す座標情報とを対応付けて記憶する
テーブル記憶手段と、検査対象となる配線パターンの検査点を示す前記検査点記号を、当
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該配線パターンを検査するための情報である検査対象情報として受け付ける受付手段と、
前記受付手段により受け付けられた前記検査点記号に対応付けられて前記テーブル記憶手
段に記憶されている座標情報によって示される検査点位置に前記検査用接触子を位置させ
て、当該位置の検査点を有する配線パターンを検査する検査制御手段とを備え、前記第２
の基板検査装置が備える前記受付手段は、通信によって前記各第１の基板検査装置から送
信されてきた前記検査対象情報を受信することにより、前記検査対象情報を受け付けるも
のであり、前記各第１の基板検査装置が備える検査用接触子は、基板の表面に形成された
検査対象となる複数の配線パターンの検査点にそれぞれに同時に接触可能にされた複数の
検査用接触子を有する多針状接触子であり、前記検査点記号は、前記多針状接触子の各検
査用接触子にそれぞれ対応するものであり、前記第２の基板検査装置が備える検査用接触
子は、前記座標情報に基づいて移動可能にされた移動式接触子であり、前記各第１の基板
検査装置は、互いに異なる種類の基板を検査することを特徴としている。
【００１１】
　さらに、上述の基板検査システムにおいて、前記各第１の基板検査装置は、検査対象と
なる配線パターンの良否を判定するための基準となる検査基準情報に基づいて当該配線パ
ターンの検査を行うと共に、前記配線パターンの検査結果が不良であった場合、前記検査
対象情報に当該検査基準情報をさらに含んで前記送信手段を用いて前記第２の基板検査装
置へ送信するものであり、前記第２の基板検査装置が備える前記検査制御手段は、前記受
付手段により受け付けられた検査対象情報に含まれる検査基準情報に基づいて当該配線パ
ターンの検査を行うことを特徴としている。
【００１２】
　さらに、上述の基板検査システムにおいて、前記各第１の基板検査装置は、前記配線パ
ターンの検査結果が不良であった場合、前記検査対象情報に、当該配線パターンに対して
行った検査の種類を示す検査種類情報をさらに含んで前記送信手段を用いて前記第２の基
板検査装置へ送信するものであり、前記第２の基板検査装置が備える前記検査制御手段は
、複数種類の検査を実行可能に構成されると共に、前記受付手段により受け付けられた検
査対象情報に含まれる検査種類情報によって示される種類の検査を、前記検査用接触子を
位置させた配線パターンに対して行うことを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明の第２の手段に係る基板検査方法は、複数の第１の基板検査装置と一つの
第２の基板検査装置とが、基板の表面に形成された検査対象となる配線パターンに検査用
接触子を接触させて当該配線パターンの検査を行う工程と、前記各第１の基板検査装置が
、前記配線パターンの検査結果が不良であった場合、前記第２の基板検査装置との間で通
信を用いてデータ送信可能な送信手段を用いて当該配線パターンの検査点を示す検査点記
号を検査対象情報として前記第２の基板検査装置へ送信する工程と、前記第２の基板検査
装置が、基板の表面に形成された検査対象となる配線パターンの検査点の位置を座標で示
した座標情報に基づいて、当該配線パターンに検査用接触子を位置させて当該配線パター
ンの検査を行う工程と、テーブル記憶手段が、前記基板の表面に形成された配線パターン
の検査点を示す検査点記号と前記検査点記号で示された配線パターンの検査点の位置を示
す座標情報とを対応付けて記憶する工程と、受付手段が、検査対象となる配線パターンの
検査点を示す前記検査点記号を、当該配線パターンを検査するための情報である検査対象
情報として受け付ける工程と、検査制御手段が、前記受付手段により受け付けられた前記
検査点記号に対応付けられて前記テーブル記憶手段に記憶されている座標情報によって示
される検査点位置に前記検査用接触子を位置させて、当該位置の検査点を有する配線パタ
ーンを検査する工程と、前記第２の基板検査装置が備える前記受付手段が、通信によって
前記各第１の基板検査装置から送信されてきた前記検査対象情報を受信することにより、
前記検査対象情報を受け付ける工程とを含み、前記各第１の基板検査装置が備える検査用
接触子は、基板の表面に形成された検査対象となる複数の配線パターンの検査点にそれぞ
れに同時に接触可能にされた複数の検査用接触子を有する多針状接触子であり、前記検査
点記号は、前記多針状接触子の各検査用接触子にそれぞれ対応するものであり、前記第２
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の基板検査装置が備える検査用接触子は、前記座標情報に基づいて移動可能にされた移動
式接触子であり、前記各第１の基板検査装置は、互いに異なる種類の基板を検査すること
を特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　このような構成の基板検査方法は、検査対象となる配線パターンの検査点を示す記号か
ら、当該配線パターンの位置を表す座標情報を得ることができるので、基板に形成された
配線パターンを記号により特定する基板検査装置によって得られた不良配線パターンの検
出結果に基づいて、基板に形成された配線パターンの検査点を位置座標により特定する基
板検査装置によって、当該不良配線パターンの再検査を行うことができる。
【００１５】
　また、このような構成の基板検査システムは、基板に形成された配線パターンの検査点
を記号により特定する第１の基板検査装置によって、配線パターンの不良を検出すること
ができると共に、第１の基板検査装置によって検出された不良配線パターンの検査点を示
す記号に基づいて、基板に形成された配線パターンの検査点を位置座標により特定する第
２の基板検査装置によって、当該不良配線パターンの再検査を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同一の符
号を付した構成は、同一の構成であることを示し、その説明を省略する。図１は、本発明
の一実施形態に係る基板検査システムの構成の一例を示す図である。図１に示す基板検査
システム１００は、基板検査装置１，２、再検査用基板検査装置３、及びサーバ４を備え
る。また、基板検査装置１，２、再検査用基板検査装置３、及びサーバ４は、ネットワー
ク５を介して相互にデータを送受信可能に接続されている。
【００１７】
　図２は、基板検査装置１の構成の一例を説明するための図である。図２に示す基板６は
、基板検査装置１の検査対象となるプリント配線基板である。基板６の表面には、例えば
、配線パターン６１，６２が形成され、各配線パターン上には、パッドＡ１，Ａ２，Ａ３
，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４が形成されている。また、パッドＡ１，Ａ２，Ａ３は、配線パ
ターン６１によって相互に接続され、パッドＢ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４は、配線パターン６
２によって相互に接続されている。これらのパッドは、各配線の端部に設けられ、外部の
回路に接続される。又、プリント配線基板によっては、ＩＣ(Integrated Circuit)等の電
子部品が半田付けされるようパッドが配列されたものもある。
【００１８】
　また、図２に示す基板検査装置１は、多針状プローブ１０１、切替部１０２、抵抗測定
部１０３、検査制御部１０４、及び通信部１０５を備える。多針状プローブ１０１は、検
査用の接触子１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７を一体に保持し
て多針状に構成されている。また、多針状プローブ１０１は、検査制御部１０４からの制
御信号に応じて昇降する図略の昇降装置によって昇降可能にされている。
【００１９】
　そして、基板６が図略の基板ホルダーによって検査位置に保持された状態で、昇降装置
によって多針状プローブ１０１が下降されると、接触子１１１，１１２，１１３，１１４
，１１５，１１６，１１７が、それぞれパッドＡ１，Ａ２，Ａ３，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ
４と接触する。また、接触子１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７
には、各接触子を識別するための識別子として、それぞれピン番号（検査点記号）「１１
１」，「１１２」，「１１３」，「１１４」，「１１５」，「１１６」，「１１７」が付
与されている。なお、多針状プローブ１０１によって一体に保持される接触子は、７つに
限られず、基板６の表面に形成されたパッドの数に応じて適宜増減されるものであり、例
えば、実用装置においては、数千本程度設けられている。
【００２０】
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　切替部１０２は、接触子１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７と
、抵抗測定部１０３との間の接続を切り替えるためのスイッチアレー等から構成され、検
査制御部１０４からのピン番号を指定する制御信号に応じて接触子１１１，１１２，１１
３，１１４，１１５，１１６，１１７の中から指定された二つの接触子を抵抗測定部１０
３へ接続する。
【００２１】
　抵抗測定部１０３は、切替部１０２によって抵抗測定部１０３に接続された、接触子１
１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７のうちのいずれか二つの間に生
じる電気抵抗を測定する。具体的には、例えば切替部１０２によって接触子１１１と接触
子１１２とが抵抗測定部１０３に接続されたとき、抵抗測定部１０３は、接触子１１１と
接触子１１２との間に所定の検査電圧を印加すると共に接触子１１１と接触子１１２との
間に流れる電流を測定し、その測定電流値と検査電圧とから得られる抵抗値を示すデータ
を検査制御部１０４へ出力する。なお、抵抗測定部１０３は、測定電流値を検査制御部１
０４へ出力する構成としてもよい。
【００２２】
　通信部１０５は、基板検査装置２、再検査用基板検査装置３、及びサーバ４と、基板検
査装置１との間でネットワーク５を介して相互にデータを送受信可能にするための通信イ
ンターフェイス回路である。
【００２３】
　検査制御部１０４は、基板検査装置１全体の動作を司るもので、例えば基板検査装置１
の動作を制御するための制御プログラムや検査対象となる配線の良否を判定するための判
定プログラム等を記憶するＲＯＭ(Read Only Memory)、プログラムの実行中や実行後に生
じるデータを一時的に保管するＲＡＭ(Random Access Memory)、及び制御プログラム等を
ＲＯＭから読み出して実行するＣＰＵ(Central Processing Unit)等から構成される。ま
た、検査制御部１０４は、基板データ記憶部１２１、及び検査箇所データ記憶部１２２を
備える。また、検査制御部１０４は、前記判定プログラムを実行することにより、判定部
１２３として機能する。
【００２４】
　基板データ記憶部１２１は、例えばハードディスク装置等から構成される記憶部であり
、検査対象となる基板６に形成された配線パターンを、パッドＡ１，Ａ２，Ａ３，Ｂ１，
Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４、及びこれらパッド相互間の電気的な接続関係を示すネットデータとし
て記憶する。例えば、配線パターン６１のネットデータＮＥＴ１は、配線パターン６１に
接続されているパッドと相対応する接触子のピン番号によって、「ＮＥＴ１＝１１１，１
１２，１１３」と表される。同様に、配線パターン６２のネットデータＮＥＴ２は、「Ｎ
ＥＴ２＝１１４，１１５，１１６，１１７」と表される。
【００２５】
　検査箇所データ記憶部１２２は、抵抗測定部１０３により測定された抵抗値から検査対
象となる配線パターンの良否判定を行うための基準値となる検査基準情報と、各配線パタ
ーンを検査するための検査点となるパッドに対応する接触子のピン番号と、検査の種類を
示す検査種類情報とを関連付けて検査箇所データとして記憶する。図３は、検査箇所デー
タ記憶部１２２に記憶されている検査箇所データの一例を示す図である。図３に示す検査
箇所データにおいては、配線パターン６１のネットデータＮＥＴ１のうち、ピン番号「１
１１」を代表ピンとしてピン番号「１１１」と、他のピン番号「１１２」，「１１３」と
の間の基準値が導通検査のための検査基準情報として記憶され、配線パターン６２のネッ
トデータＮＥＴ２のうち、ピン番号「１１４」を代表ピンとしてピン番号「１１４」と、
他のピン番号「１１５」，「１１６」，「１１７」との間の基準値が導通検査のための検
査基準情報として記憶され、さらにネットデータＮＥＴ１，ＮＥＴ２の各代表ピン同士の
間の基準値が短絡検査のための検査基準情報として記憶されている。このように、代表ピ
ンは、各ネットデータに含まれるピン番号の中から一つ選択される識別子であり、各ネッ
トデータで示される配線パターンの検査はそれぞれ、各ネットデータの代表ピンである接
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触子と他のピン番号で示される接触子との間で行われる。
【００２６】
　なお、検査種類情報として、導通検査を示す情報と短絡検査を示す情報とが用いられる
例を示したが、例えば公知の４端子測定法（ケルビン法）による抵抗値測定を示す検査種
類情報や、検査対象配線パターンと他の配線パターンとの間における静電容量に基づいて
、当該パターン間の短絡の有無を検査する静電容量検査等、他の種類の検査を示す情報を
検査種類情報として用いてもよい。
【００２７】
　図３に示す検査箇所データは、例えば、ピン番号「１１１」と「１１２」の接触子を用
いて、すなわちパッドＡ１とＡ２との間の抵抗値を測定し、基準値を１０ｍΩ±５ｍΩと
して導通検査を行うことが示されている。また、例えば、ピン番号「１１１」と「１１４
」の接触子について、すなわち配線パターン６１のパッドＡ１と配線パターン６２のパッ
ドＢ１との間の抵抗値を測定し、基準値を１０ｋΩとして短絡検査を行うことが示されて
いる。
【００２８】
　検査箇所データ記憶部１２２に記憶されている基準値は、例えば、複数の良品の基板６
において、図３に示す各検査箇所について抵抗値を予め測定し、良品と判断するための抵
抗値の範囲を取得することにより得られる。
【００２９】
　判定部１２３は、抵抗測定部１０３により測定された抵抗値に基づいて、検査対象配線
パターンの抵抗値が検査箇所データ記憶部１２２に記憶されている基準値の範囲内の場合
に良判定を行う導通検査と、絶縁されているべき異なる配線パターン間の抵抗値が基準値
以上である場合に良判定を行う短絡検査とを実行する。
【００３０】
　また、判定部１２３による検査対象配線パターンの検査結果が不良であった場合、判定
部１２３は、通信部１０５に、当該検査を行った検査箇所を示すピン番号、基準値、及び
検査種類を表す検査対象情報を、ネットワーク５を介して再検査用基板検査装置３とサー
バ４へ送信させる。
【００３１】
　基板検査装置２の構成は、基板検査装置１と同様であるのでその説明を省略する。
【００３２】
　図４は、再検査用基板検査装置３の構成の一例を説明するための図である。図４に示す
再検査用基板検査装置３は、移動プローブ３０１，３０２、抵抗測定部３０３、検査制御
部３０４、通信部３０５、及び位置決め制御部３０６を備える。
【００３３】
　移動プローブ３０１，３０２は、それぞれ独立してＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸方向へ駆動する
図略の駆動機構に支持されており、それぞれ位置決め制御部３０６からの制御信号に応じ
てＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸方向に移動制御される。位置決め制御部３０６は、例えば公知のＮ
Ｃ(Numeric Control)制御装置により構成されており、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸によりＸＹＺ
直交座標系構成する。そして、位置決め制御部３０６は、検査制御部３０４から出力され
たＸＹ座標データに応じて前記駆動機構を駆動させる。これにより、移動プローブ３０１
，３０２は、所定の検査位置に位置決めされた基板６の平面と平行な平面上の座標を規定
する、Ｘ軸、Ｙ軸方向に移動されて、基板６上の所定測定点に相当する位置に移動された
後、基板６に向かうＺ軸方向に駆動される。移動プローブ３０１，３０２が、基板６上の
測定点に当接し、弾性的に接触することにより、基板６上の任意の２測定点の間の抵抗値
測定が行われる。
【００３４】
　抵抗測定部３０３は、抵抗測定部１０３と同様に構成されており、移動プローブ３０１
，３０２の間に生じる電気抵抗を測定する。そして、抵抗測定部３０３は、測定した抵抗
値を示すデータを検査制御部３０４へ出力する。
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【００３５】
　通信部３０５は、基板検査装置１，２及びサーバ４と、再検査用基板検査装置３との間
でネットワーク５を介して相互にデータ送受信可能にするための通信インターフェイス回
路であり、基板検査装置１，２からネットワーク５を介して送信されてきた検査対象情報
を受信する。
【００３６】
　検査制御部３０４は、再検査用基板検査装置３全体の動作を司るもので、例えば再検査
用基板検査装置３の動作を制御するための制御プログラム、基板検査装置１，２からネッ
トワーク５を介して送信されてきた検査対象情報に含まれるピン番号をＸＹ座標データに
変換するための変換プログラムや検査対象となる配線の良否を判定するための判定プログ
ラム等を記憶するＲＯＭ(Read Only Memory)、プログラムの実行中や実行後に生じるデー
タを一時的に保管するＲＡＭ(Random Access Memory)、及び制御プログラム等をＲＯＭか
ら読み出して実行するＣＰＵ(Central Processing Unit)等から構成される。
【００３７】
　また、検査制御部３０４は、通信部３０５により受信された検査対象情報を記憶する不
良データ記憶部３１０と、検査対象情報に含まれるピン番号とＸＹ座標データとを関連付
けた変換テーブルを記憶しているテーブル記憶部３１１とを備える。不良データ記憶部３
１０及びテーブル記憶部３１１は、例えば半導体メモリやハードディスク装置等から構成
されている。図５は、テーブル記憶部３１１に記憶されている変換テーブルの一例である
変換テーブル３１４を示す図である。変換テーブル３１４において、例えばピン番号「１
１１」はＸＹ座標（Ｘ1，Ｙ1）と、ピン番号「１１３」はＸＹ座標（Ｘ3，Ｙ3）と関連付
けられている。また、検査制御部３０４は、前記変換プログラムを実行することにより変
換部３１２として機能し、前記判定プログラムを実行することにより判定部３１３として
機能する。
【００３８】
　変換部３１２は、テーブル記憶部３１１に記憶されている変換テーブル３１４に基づい
て、検査対象情報に含まれるピン番号をＸＹ座標データに変換する。判定部３１３は、抵
抗測定部３０３により測定された抵抗値について、不良データ記憶部３１０に記憶されて
いる検査対象情報により示される基準値に基づいて、検査種類情報により示される導通検
査又は短絡検査のいづれかの検査に応じた良否判定を行う。通信部３０５は、判定部３１
３による判定結果を再検査データとしてネットワーク５を介してサーバ４へ送信する。
【００３９】
　図１を参照してサーバ４は、基板検査装置１，２、及び再検査用基板検査装置３からネ
ットワーク５を介して送信されてきた検査対象情報や、再検査データを受信すると共に記
憶し、ユーザーがサーバ４を用いて検査対象情報や再検査データを参照したり、利用した
りすることを可能にしている。
【００４０】
　次に、図１に示す基板検査システム１００の動作を説明する。図６は、図１に示す基板
検査システム１００の動作を説明するための図である。図６において、横線は左から右方
向へ時間の経過を示している。図６に示す基板検査装置１，２、再検査用基板検査装置３
、及びサーバ４は、時間的に平行して動作しており、基板検査装置１と基板検査装置２と
は、それぞれ基板の量産ラインで製造された基板６の検査を行う。すなわち、図２を参照
してユーザーが基板検査装置１に検査対象となる基板６をセットすることにより、図略の
搬送機構により基板６が搬送され、図略の基板ホルダーに保持されると共に検査位置に位
置決めされる。検査制御部１０４からの制御信号に応じて多針状プローブ１０１が下降さ
れ、接触子１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７が、それぞれパッ
ドＡ１，Ａ２，Ａ３，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４と接触する。
【００４１】
　次に、検査制御部１０４によって、検査箇所データ記憶部１２２に記憶されている、図
３に示す検査箇所データが読み出される。そして、検査制御部１０４によって、検査箇所
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データ記憶部１２２から読み出された検査箇所データに基づいて、基板６の検査が行われ
る。具体的には、当該検査箇所データで示される検査箇所、すなわち、ピン番号「１１１
」と「１１２」とを指定する制御信号が検査制御部１０４から切替部１０２へ出力され、
切替部１０２によって、接触子１１１と接触子１１２とが抵抗測定部１０３へ接続される
。そして、抵抗測定部１０３によって、接触子１１１と接触子１１２との間、すなわちパ
ッドＡ１とパッドＡ２との間の抵抗値が測定されると共に、その抵抗値を示すデータが検
査制御部１０４へ出力される。
【００４２】
　次に、判定部１２３によって、ピン番号「１１１」，「１１２」に関連付けて検査箇所
データ記憶部１２２に記憶されている基準値及び検査種類と、抵抗測定部１０３により測
定された抵抗値とに基づき、パッドＡ１とパッドＡ２との間の良否判定が行われる。具体
的には、判定部１２３によって、抵抗測定部１０３により測定された抵抗値に対して、基
準値を１０ｍΩ±５ｍΩとする導通検査が行われる。そして、抵抗測定部１０３により測
定された抵抗値が基準値の範囲に入っている場合、判定部１２３によって、パッドＡ１と
パッドＡ２との間の検査は良と判定される。
【００４３】
　同様にして、判定部１２３によって、検査箇所データ記憶部１２２に記憶されている検
査箇所データに基づいて、接触子１１１と接触子１１３との間、接触子１１４と接触子１
１５との間、接触子１１４と接触子１１６との間、接触子１１４と接触子１１７との間、
及び接触子１１１と接触子１１４との間について検査が行われる。
【００４４】
　今、判定部１２３によって、接触子１１１と接触子１１３との間の導通検査結果が不良
と判定された場合、当該検査箇所について再検査用基板検査装置３に再検査をおこなわせ
るべく、図６に示す基板検査装置１のイベントＦ１において、ピン番号「１１１」，「１
１３」、基準値１０ｍΩ±５ｍΩ、及び検査種類「導通」を表す検査対象情報が、通信部
１０５からネットワーク５を介して、再検査用基板検査装置３とサーバ４へ送信される。
この場合、例えば、検査対象情報は、電子ファイルのフォーマットにされて、ファイル名
「ＦＩＬＥ１」として通信部１０５から再検査用基板検査装置３とサーバ４へ送信される
。
【００４５】
　なお、検査対象情報には、例えば、基板６の品種名、ロット番号、抵抗測定部１０３に
より測定された抵抗値、あるいは基板６が複数のワーク片から構成されている場合等に各
ワーク片等を特定するブロック番号、検査対象の基板や検査結果に関する情報等、適宜他
の情報を含んでもよい。
【００４６】
　次に、図４に示す再検査用基板検査装置３の動作を説明する。図７は、再検査用基板検
査装置３の動作の一例を示すフローチャートである。まず、再検査用基板検査装置３にお
いて、検査対象情報を表すデータファイル「ＦＩＬＥ１」が、ネットワーク５を介して通
信部３０５により受信され（ステップＳ１）、データファイル「ＦＩＬＥ１」が不良デー
タ記憶部３１０によって記憶される（ステップＳ２）。そして、ユーザーが、再検査用基
板検査装置３の図略の基板ホルダーにイベントＦ１において不良と判定された基板６を保
持させると共に検査位置に位置決めさせると、検査制御部３０４からの制御信号に応じて
基板６の検査が開始され、ステップＳ３へ移行する。
【００４７】
　次に、ステップＳ３において、変換部３１２により、テーブル記憶部３１１に記憶され
ている変換テーブル３１４に基づいて、データファイル「ＦＩＬＥ１」で示される検査対
象情報に含まれるピン番号がＸＹ座標データに変換される。具体的には、データファイル
「ＦＩＬＥ１」で示される検査対象情報に含まれるピン番号「１１１」，「１１３」が、
変換テーブル３１４により各々関連付けられているＸＹ座標（Ｘ1，Ｙ1），（Ｘ3，Ｙ3）
に、各々変換される。
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【００４８】
　次に、ステップＳ４において、検査制御部３０４から位置決め制御部３０６へ、移動プ
ローブ３０１をＸＹ座標（Ｘ1，Ｙ1）に、移動プローブ３０２をＸＹ座標（Ｘ3，Ｙ3）に
移動させるべくＸＹ座標データが出力され、位置決め制御部３０６からの制御信号に応じ
て移動プローブ３０１が基板６上のＸＹ座標（Ｘ1，Ｙ1）、すなわちパッドＡ１上に移動
されると共に弾接される一方、移動プローブ３０２が基板６上のＸＹ座標（Ｘ3，Ｙ3）、
すなわちパッドＡ３上に移動されると共に弾接される。
【００４９】
　これにより、基板６に形成された配線パターン６１上の検査点であるパッドＡ１とパッ
ドＡ３とをピン番号により特定する基板検査装置１によって得られた不良配線パターンの
検出結果を用いて、基板６に形成された配線パターン６１上の検査点であるパッドＡ１と
パッドＡ３とをＸＹ座標により特定する再検査用基板検査装置３によって、再検査するこ
とができる。
【００５０】
　次に、ステップＳ５において、抵抗測定部３０３によって、移動プローブ３０１，３０
２の間の電気抵抗が測定されると共に、抵抗測定値を示すデータが検査制御部３０４へ出
力される。そして、判定部３１３によって、抵抗測定部３０３により測定された抵抗値に
ついて、不良データ記憶部３１０に記憶されている検査対象情報であるデータファイル「
ＦＩＬＥ１」により示される基準値１０ｍΩ±５ｍΩ、及び検査種類情報「導通」に基づ
いて、当該抵抗測定値が１０ｍΩ±５ｍΩの範囲に入っているか否かが確認される。そし
て、判定部３１３によって、その確認の結果、当該抵抗測定値が１０ｍΩ±５ｍΩの範囲
に入っている場合は再検査結果が「良」と判定される一方、当該抵抗測定値が１０ｍΩ±
５ｍΩの範囲に入っていない場合は再検査結果が「不良」と判定される。
【００５１】
　この場合、基板検査装置１から送信されてきた検査種類情報に応じた種類の検査が再検
査用基板検査装置３において実行されるので、基板検査装置１は、再検査用基板検査装置
３に、複数種類の再検査を実行させることができる。
【００５２】
　また、例えば、検査箇所を検査するための基準値を検査対象情報として基板検査装置１
から再検査用基板検査装置３へ送信するのではなく、予め再検査用基板検査装置３が基板
６の検査のための基準値を記憶しておく構成としてもよいが、予め再検査用基板検査装置
３が基板６の検査のための基準値を記憶しておく場合には、以下のような不都合が生じる
おそれがある。
【００５３】
　すなわち、複数の検査用接触子を同時に検査点に接触させる方式の基板検査装置１では
、検査用接触子を移動させる必要がないので、検査箇所データにおける代表ピンのピン番
号が任意に決定され、その代表ピンのピン番号と他のピン番号とについて検査箇所および
その基準値が設定される。一方、移動式の検査用接触子を用いる方式の再検査用基板検査
装置３においては、検査時間を短縮させるために、例えば移動プローブ３０１，３０２を
移動させる距離が短くなるように、代表ピンに相当する代表パッドが決定され、その代表
パッドと他のパッドとについて検査箇所およびその基準値が設定される。そうすると、基
板検査装置１で用いられる検査箇所データの代表ピンに対応するパッドと、再検査用基板
検査装置３で用いられる検査箇所データの代表パッドとは、異なるパッドになる可能性が
高く、基板検査装置１における検査箇所に対する検査用基準値が、再検査用基板検査装置
３が予め記憶している検査箇所データに含まれない結果、再検査ができない可能性が高い
。
【００５４】
　しかし、本発明に係る基板検査システム１００においては、検査箇所を検査するための
基準値を検査対象情報として基板検査装置１から再検査用基板検査装置３へ送信するので
、再検査用基板検査装置３は、基板検査装置１において任意に決定された代表ピンに関わ
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りなく、検査を行うことができる。
【００５５】
　次に、通信部３０５によって、判定部３１３による再検査結果を示すデータがネットワ
ーク５を介してサーバ４へ送信され（ステップＳ６）、検査制御部３０４によって、不良
データ記憶部３１０に記憶されているデータファイル「ＦＩＬＥ１」が削除される（ステ
ップＳ７）。
【００５６】
　以上、ステップＳ１～Ｓ７の処理により、基板検査装置１における基板６の検査結果が
不良であった場合、当該検査箇所について再検査用基板検査装置３を用いて再検査を行う
ことができる。同様にして、図６に示すように、基板検査装置２における基板６の検査結
果が不良であった場合についても、例えば基板検査装置２から再検査用基板検査装置３へ
、検査対象情報を表すデータファイル「ＦＩＬＥ２」を送信することにより、当該検査箇
所について再検査用基板検査装置３を用いて再検査を行うことができる。
【００５７】
　また、基板の検査時間を低減することができる多針状プローブ１０１を用いた基板検査
装置１によって得られた不良配線パターンの検出結果を用いて、高価な専用の治具を被検
査基板の種類毎に作成する必要がない移動式プローブを用いた再検査用基板検査装置３に
よって再検査を行うことができるので、基板検査システム１００のコストを低減すること
ができる。
【００５８】
　さらに、再検査用基板検査装置３として移動式プローブを用いた方式の検査装置を用い
ることができるので、例えば、図６において基板検査装置１と基板検査装置２とで異なる
種類の基板を検査する場合であっても、各基板専用の治具を用いる必要がなく、複数種類
の基板に対する再検査の実行が容易である。
【００５９】
　また、例えば、図６に示すように、基板検査装置１，２において、イベントＦ１，Ｆ２
，Ｆ３のタイミングでそれぞれ検査対象情報を表すデータファイル「ＦＩＬＥ１」，「Ｆ
ＩＬＥ２」，「ＦＩＬＥ３」が、再検査用基板検査装置３へ送信された場合であっても、
データファイル「ＦＩＬＥ１」，「ＦＩＬＥ２」，「ＦＩＬＥ３」は、それぞれ不良デー
タ記憶部３１０に記憶され、順次再検査が実行され、その再検査結果１，２，３が再検査
用基板検査装置３からサーバ４へ送信されるので、複数の基板検査装置１，２を平行動作
させた場合の再検査用基板検査装置３による再検査の実行を管理することが容易である。
【００６０】
　なお、再検査用基板検査装置３がテーブル記憶部３１１と変換部３１２とを備える例を
示したが、サーバ４（基板検査補助装置）がテーブル記憶部３１１と変換部３１２とを備
え、サーバ４が、基板検査装置１，２から送信されてきた検査対象情報（第１の検査対象
情報）に含まれるピン番号（検査点記号）をＸＹ座標に変換し、当該変換後の検査対象情
報を再検査用基板検査装置３へ送信し、再検査用基板検査装置３は、当該変換後の検査対
象情報（第２の検査対象情報）に基づいて基板６の検査を行う構成としてもよい。
【００６１】
　特に、基板検査プログラムを記録した記録媒体（例えば、フレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＭＯ，ＤＶＤ－ＲＯＭ等）から基板検査プログラムをインストールすることに
よって、サーバ４をこのように機能させることができる。
【００６２】
　また、基板検査システム１００は、最初に基板６の検査を行う基板検査装置を基板検査
装置１，２の二台備え、基板６の再検査を行う再検査用基板検査装置３を一台備える例を
示したが、最初に基板６の検査を行う基板検査装置は一台又は三台以上であってもよく、
再検査用基板検査装置もまた複数台であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
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【図１】本発明の一実施形態に係る基板検査システムの構成の一例を示す図である。
【図２】図１に示す基板検査装置の構成の一例を説明するための図である。
【図３】検査箇所データ記憶部に記憶されている検査箇所データの一例を示す図である。
【図４】図１に示す再検査用基板検査装置の構成の一例を説明するための図である。
【図５】テーブル記憶部に記憶されている変換テーブルの一例を示す図である。
【図６】図１に示す基板検査システムの動作を説明するための図である。
【図７】図４に示す再検査用基板検査装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
１，２　基板検査装置（第１の基板検査装置）
３ 再検査用基板検査装置（第２の基板検査装置）
４ サーバ
５ ネットワーク
６ 基板
６１，６２　配線パターン
１００　基板検査システム
１０１　多針状プローブ（多針状接触子）
１０２　切替部
１０３，３０３　抵抗測定部
１０４，３０４　検査制御部
１０５　通信部（送信手段）
１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６，１１７　接触子
１２１　基板データ記憶部
１２２　検査箇所データ記憶部
１２３，３１３　判定部
３０１，３０２　移動プローブ（移動式接触子）
３０５　通信部（受付手段）
３０６　位置決め制御部
３１０　不良データ記憶部
３１１　テーブル記憶部
３１２　変換部
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４　パッド
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